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Resumo

O presente trabalho teve por objetivo realizar a caracterizacdo e analise microestrutural da liga de baixa
fusdo no setor de semijoias de Limeira, especificamente a Sn-2%Ag, visando a substituicdo das ligas
atualmente utilizadas, Sn-Pb. As amostras foram obtidas por fundi¢do centrifuga em molde polimérico a

380 ¢C.
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Introducao

Limeira constitui-se atualmente no
principal Polo de semijoias (joias folheadas) do
pais. Ligas de baixa fusdo constituidas de
estanho e chumbo, sdo muito utlizadas devido a
seu baixo ponto de fusdo [1]. Caracteristicas
mecanicas, acabamento superficial e
microestrutura formada tem papel fundamental no
desempenho e design das pecas.

Assim, visando o aprimoramento das
semijoias, este estudo visou a caracterizacdo
microestrutural da liga Sn-2%Ag. Escolheu-se
essa liga e nessa percentagem, primeiro, para
eliminar o Pb, segundo, por considerar que a
adicdo da prata, além de dar um aspecto de
nobreza a liga proposta, pode melhorar
significativamente a resisténcia mecanical2].
Além disso, visou-se aperfeicoar o processo de
manufatura  utiizado para obtencdo de
componentes constituindo essas semijoias.

Resultados e Discussao |

ApOs obtencédo das amostras necessarias
para andlise (Figura 1), essas foram preparadas
metalograficamente: corte, embutimento,
lixamento, polimento e ataque quimico.Feito isso,
foram analisadas utilizando-se de microscopio
Optico e observou-se a microestrutura formada.
Como pode ser observado na Figura 2, as
microestruturas tipicas observadas ao longo das
pecas (anéis e pingentes), sdo claramente
constituidas por espacamentos dendriticos
(matriz dendritica rica em estanho) com o
interdendritico tendendo & composicdo eutética,
representado pelas regibes mais escuras.
Espacamentos dendriticos dessa liga estdo na
ordem de 10,5 (x2) um.
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Figura 2. Microestruturas tipicas formadas.
Fonte: Autoria propria.

Conclusoes

Do ponto de vista tecnoldgico, melhor
planejamento das condicdes de solidificagdo
dessas ligas desde aquela de Sn-Pb e as
propostas de Sn-Ag, podem significar em ganhos
de resiténcia mecénica e melhor aspecto do
banho de ouro associados a ganhos
inconmensuraveis (ligas verdes— sem presenca
de chumbo).
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